AmbiComp -
Sandwich-Module — Allgemeine Informationen

Sandwich-Module bilden die Basis eines AmbiComp-Systems. Es handelt sich um Hardware-
Module, die entsprechende Funktionen bereitstellen. Viele Sandwich-Module tragen einen Mikro-
controller, der mit einem BIOS ausgestattet ist und in den die notwendige Software geladen wer-
den kann, in der Regel eine AmbiComp Virtual Machine (ACVM) und entsprechende Applikatio-
nen.

Dieses Datenblatt beschreibt die fir alle Sandwich-Module giiltigen Eigenschaften.
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Spezifikation

Typen

Grundsatzlich werden zwei Sand-
wichmodul-Typen unterschieden:
intelligente Sandwich-Module und
nicht intelligente Sandwich-
Module.

Intelligente Sandwich-Module tra-
gen mindestens einen Mikrocont-
roller, der neben einem BIOS wei-
tere Software beinhalten kann,
entweder eine AmbiComp Virtual
Machine (ACVM) und/oder andere
Applikationen. Alle intelligenten
Sandwich-Module tragen mindes-
tens zwei Status-LEDs..

Anschliisse

Die Module werden Uber einen 6-
poligen (BP1) und einen 7-poligen
Pfostensteckverbinder (BP2) mit-
einander verbunden. Eine Erweite-
rung sieht einen zusatzlichen
zweipoligen Steckverbinder vor
(BP3).

Die Bedeutung der Anschllsse
I&sst sich gruppieren in:

e Stromversorgung
e AICU-Bus
o JTAG

Die folgenden Tabellen zeigen die
Belegungen der drei Backplane-
Anschlisse. Die letzte Spalte
kennzeichnet, welche Signale den
AICU-Bus bilden.

Alle Logikpegel sind bezogen auf
die Signalmasse. Logisch ,0“ ent-
spricht dabei der Signalmasse,
logisch , 1% entspricht +3,3 V.

Die 4 Signale des AICU-Busses
mussen mit einem Widerstand
gegen +3,3 V terminiert werden.
Diese Aufgabe Ubernimmt eine
primare Stromversorgung (s.u.).
Der Wert des Widerstandes hangt
von der Lange des Busses ab (und
damit von der Anzahl angeschlos-
sener Sandwich-Module).

Andere AnschlUsse, z.B. fur Appli-
kationen, werden an der verjing-
ten Breitseite des Sandwich-
Moduls angeordnet.
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Backplane BP1
Pin | Bezeichnung | Funktion AICU-
Bus
1 |VCC_ALT Alternativer Stromversorgungsanschluss fiir 5 V. Kann -
von einem sekundaren Versorgungsmodul gespeist
werden und versorgt dann ein priméares Versorgungs-
modul.
2 |INC nicht verbunden (reserviert fir spatere Anwendungen) -
3 |/I2C_INT Interrupt-Anschluss flr Ereignisse auf dem Bus. Mit X
einem Low-Pegel wird ein Interrupt angefordert. Meh-
rere Sandwich-Module kénnen den Anschluss bedie-
nen. Nach Ende der Interrupt-Bearbeitung wird der
Anschluss vom anfordernden Modul wieder auf
logisch 1 gesetzt.
4 | /RESET Rucksetzen aller intelligenten Sandwich-Module mit X
Low-Pegel. In intelligenten Sandwich-Modulen wird
dieser Anschluss mit dem Reset-Anschluss des
Mikrocontrollers verbunden.
5 |+5V 5V Stromversorgung, geliefert von einem priméaren -
Versorgungsmodul
6 |+3,3V 3,3 V Stromversorgung, geliefert von einem primaren -
Versorgungsmodul
Backplane BP2
Pin | Bezeichnung | Funktion AICU-
Bus
1 |JTAG_TCK JTAG Clock (Test-Anschluss) -
2 | JTAG_TMS JTAG Test Mode Select (Test-Anschluss) -
3 |JTAG_TDO JTAG Test Data Out (Test- Anschluss) -
4 | JTAG_TDI JTAG Test Data In (Test-Anschluss) -
5 |12C_SDA I2C* Data (Datenein- und -ausgang) X
6 | GND Signalmasse X
7 |12C_SCL [2C* Clock (Takt) X
Backplane BP3
Pin | Bezeichnung | Funktion AICU-
Bus
1|0V Masseanschluss der alternativen Stromversorgung. -
Nicht notwendigerweise mit Signalmasse verbunden.
2 |VCC_EXT Optionaler externer Stromversorgungsanschluss, -

versorgt ein primares Versorgungsmodul.

* 12C ist eingetragenes W arenzeichen der NXP Semiconductors, Netherlands B.V.




Kommunikation

Die Sandwich-Module kommuni-
zieren untereinander Uber den
AICU-Bus, der auf den Backplane-
Anschlissen BP1 und BP2 anliegt.

Physikalisch basiert der Bus auf
dem [2C-Bus*. Daten werden Uber
die Leitung 12C_SDA ausge-
tauscht; ein zentraler Takt wird
Uber 12C_SCL verbreitet. Die ma-
ximale Taktfrequenz betragt

400 kHz.

Weiterhin zahlen ein Interrupt-
(/I2C_INT) und ein Reset-An-
schluss (/RESET) zum AICU-Bus,
beide sind aktiv low.

Fir Falle, in denen der AICU-Bus
extern zur Verflgung gestellt wer-
den muss, ist ein RJ12-Steck-
verbinder definiert:

RJ12 Pin | Funktion
1 12C_SDA
2 GND
3 12C_SCL
4 /12C_INT
5 /RESET
6 AICU

Das Signal ,AICU* (Pin 6) signali-
siert der AuBenwelt, dass eine
AICU angeschlossen und mit
Strom versorgt wird (3,3 V, sonst

undefiniert). Fallweise dient dieser
Pin als Eingang, Ausgang oder
Durchgang.

Far die Programmierung der
Sandwich-Module und die Feh-
lersuche sind tiber den Anschluss
BP2 die JTAG-Signale herausge-
fuhrt. Im laufenden Betrieb haben
diese Signale keine Bedeutung.
Die relevanten Pfostensteckver-
binder kdnnen die Sandwich-
Module miteinander verbinden um
die mechanische Stabilitat zu
erhéhen.

Stromversorgung

Far die Stromversorgung der
Sandwich-Module steht eine Aus-
wahl an spezialisierten Modulen
bereit. Dabei liefert eine so ge-
nannte ,primére” Stromversorgung
die benétigten Spannungen von
3,3V und 5 V. Beide Spannungen
sind gegen Uberstrom und Kurz-
schluss geschutzt. In einem Ambi-
Comp-System ist nur eine primére
Stromversorgung erlaubt.

Als Stromquelle kénnen dabei
dienen:

e ein externer Spannungsan-
schluss (Hohlbuchse),

e +5V auf der Backplane
(VCC_ALT),

e Versorgung Uber die erweiterte
Backplane (VCC_EXT auf
BP3).

Alle priméaren Versorgungsmodule
tragen eine rote Status-LED.

Formfaktor

Die GroBe aller Module betragt
49,8 mm Lange und 24 mm Breite.
Auf 4 mm der Breite ist die Lange
auf 48 mm reduziert. Die H6he
richtet sich nach den Bauteilen und
liegt im Bereich 4 mm bis 17 mm.

Die Dicke der Leiterplatte betragt
max. 1,5 mm. Damit |&sst sie sich
in handelslibliche Gehause ein-
schieben.

Seite 1 zeigt eine MaBskizze der
Sandwich-Module.

Umgebungsbedingungen

Die Sandwich-Module sind Ubli-
cherweise fiir den Einsatz in tro-
ckenen Radumen geeignet. Der
Temperaturbereich erstreckt sich
von —10 ... +70°C.

Die Module sind RoHS-konform.

Genaue Angaben sind in den Da-
tenblattern der einzelnen
Sandwich-Module enthalten.
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